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Verf ahren zur Herstellung elnes Moduls f Qr elektronische Gerate. 



© Integrlerte Schaltkreise (1, 2) werden Obereinander 
angeordnet mit einem Trager (3) verbunden. Der Tra- 
ger weist Leiterbahnen (4) sowie elektronische Bauele- 
mente (5) auf. Nach der Verbindung der Schaltkreise (1 , 2) 
mit den Leiterbahnen (4) und elnem allfaillg erfotgten Funk- 
tionstest wird der Trager (3) urn Faltlinlen (7, B) um Jewells 
180° umgeWappt. Dadurch wird ein kompaktes Modul 
erreicht, welches insbesondere in kleinen elektronischen 
Geraten wie Ohrhorern usw. eingesetzt werden kenn. 
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Beschreibung 



Die voriiegende Erfindung betrifft ein neues Her- 
steliungsverfahren elnes Moduls fur eiektronische 
Gerate, fnsbesondere Hfirgerate, welches eine 
Vielzahl von eiektronischen Bauelementen in sich 
vereinlgt 

Solche Module enthalien Qblicherweise mehrere 
Integrierte Schaltkrelse in Form sog. Chips, welche 
unter sich und m(t auf elnem Trager angeordneten 
Leiterbahnen zu verblnden sind, wobei auf dem Tra- 
ger noch weitere eiektronische Bauelemente vorge- 
sehen sind. 

Obwohl es sich bei diesen Modulen bereits um mi- 
niaturisierte Elemente handelt, schreitet die Minia- 
turisierung standig welter voran. Dies bedeutet, 
dass die genannten Module nach Moglichkeit noch 
kompakter ausgebildet werden sollten. Die Miniatu- 
risrerung stosst allerdings an gewisse Grenzen, da 
die Bestandteife bzw, die elektrischen Leiter an den 
vorbestimmten Stellen miteinander verbunden wer- 
den mQssen und das fertige Modul erst noch elnern 
Funktionstest zu unterziehen ist. Dies braucht 
Platz fUr Kontaktsteilen etc. 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, auf 
mbgiichst einfache Weise ein moglichst kompaktes 
Modul zu sehaffen, welches zudem eine hohe Ferti- 
gungsqualitat aufweisen soli um einen rneglichst ge- 
ringen Ausschuss zu erreichen. Eine Funktions- 
kontroile muss ebenfalls einfach durchzufDhren 
sein. 

Diese Aufgabe wird beim eingangs erwahnten 
Verfahren erfindungsgemass dadurch gelost, dass 
wenigstens zwei zur Bildung des Moduls vorgese- 
hene integrierte Schaltkreise Obereinander ange- 
ordnet und mheinander verbunden werden und die- 
ser Verbund seinerseits auf einem Trager, welcher 
wenigstens einseitig Leiterbahnen sowie eiektroni- 
sche Bauelemente aufweist, aufgebracht wird und 
die Leiterbahnen sowie die AnschlGsse der inte- 
grierten SchaHungen eiektrisch miteinander ver- 
bunden werden und der Trager um wenigstens eine 
den die ubereinander angeordneten Schaltkreise 
iragenden Trager in Abschnitte unterteilende Faltli- 
nie bezw. Faltlinien um jeweils 180° umgeklappt wird, 
sodass scnliessiich das Ganze unter Belassung 
freier Anschiussleitungen das Modul blldet 

Durch das erfindungsgemasse Anordnen der 
verschleden Komponenten (zwei Schaltkreise, Lei- 
terbahnen mit eiektronischen Bauelementen, vor- 
zugsweise fiexibler Trager), das hier «chip on chip 
on flex* genannt werden kann, sind einerseits kur- 
zesie Verbindungswege gewahrleistet und, durch 
die vorzugsweise in den Randzonen des Tragers 
angeordneten, spater abgetrennten Kontaktsteilen, 
ein Funktionstest bei optimalen Platzbedingungen 
mogiich. 

Dank dem vorzugsweise flexibfen Trager ist 
durch Umkfappen {zurQckfalten) der beiden Seiten- 
abschnifte des Tragers ein ausserst kompaktes 
Produkfc erhaMch, wetches eine Art «pj|j e » dar- 
stellt Selbstverstandlich genugt $s auch, wenn der 
Trager nur im Bereich der Faitlinie(n) flexibel ist 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in 



den Zeichnungen gezeigten AusfQhrungsbeispieles 
noch etwas naher enautert 
Es zeigen 

5 Fig. 1a) bis c) rein schematisch die verschiede- 
nen Stufen der erfindungsgemassen Verfahrens- 
schritte bei einem Trager mit zwei Faltlinien; 

Fig. 2 schematisch eine besondere Ausfllhrungs- 
form der Leiterplatte. 

10 

Die beiden integrierten Schaltkreise 1 und 2 wer- 
den Qbereinander gebracht, miteinander verbunden 
(verklebt), und zusammen auf den Trager 3 aufge- 
bracht, wie in Fig. 1a) gezeigt Auf dem Trager 3 

15 sind die Leiterbahnen 4 sowie weitere eiektronische 
Bauelemente 5 angeordnet. Die Anschlusskontakt- 
stellen 6 der Schaltkreise 1 und 2 werden unterein- 
ander und mit den Leiterbahnen eiektrisch verbun- 
den, beispieisweise durch bekannte Verbindungs- 

20 verfahren aus der Mikroelektronik. Der ferfig 
bestOckte Trager 3 ist in Fig. tb) dargestellt In die- 
sem Zustand kann der ganze Trager 3 vorzugswei- 
se mit einem nichtfeitenden Material beschichtet 
werden. Anschilessend folgt der Umklappvorgang 

25 um die Faltlinien 7 und 8, wodurch ein sehr kompak- 
tes Modul 9 erhalten wird, wie Fig. 1c) zeigt. Selbst- 
verstandlich konnten die Faltlinien 7 und 8 bei ande- 
rer Formgebung des Tragers 3 beispieisweise auch 
senkrecht zueinander stehen. In der schemaii- 

30 schen Darstellung sind die Anschiussleitungen. wel- 
che zur Verbindung mit dem eiektronischen Gerat 
vorgesehen sind der Obersichtfichkeit halber nicht 
dargestellt 

Fig. 2 zeigt die Aufsicht auf einen Trager 3 wel- 
35 cher noch zusatzliche Leiterbahnen 10 mit Kontakt- 
steilen 11 fur eiektronische Funktionstests auf- 
weist Nach erfolgtem Test wird dBr Trager entlang 
der gestrlchelten Linie 12 ausgeschnitten und die 
Randbereiche entfemt, wodurch nach dem Um- 
40 klappvorgang eine Art runde Pille entsteht 



Patentanspriiche 

45 1. Verfahren zur Herstellung elnes Moduls fOr 
eiektronische Gerate, insbesondere Horgerate, 
welches eine Vielzahl von eiektronischen Bauele- 
menten in sich vereinigt, dadurch gekennzelchnet, 
dass wenigstens zwei zur Bildung des Moduls vor- 

50 gesehene integrierte Schaltkreise (T, 2) Qbereinan- 
der angeordnet und miteinander verbunden werden 
und dieser Verbund seinerseits auf einem Trager 
(3), welcher wenigstens einseitig Leiterbahnen (4) 
sowie eiektronische Bauelemente (5) aufweist, auf- 

55 gebracht wird und die Leiterbahnen sowie die An- 
schlQsse der integrierten Schaltungen (6) eiek- 
trisch miteinander verbunden werden und der Tra- 
ger (3) um wenigstens eine den die ubereinander 
angeordneten Schaltkreise tragenden Trager In Ab- 

60 schnitte unterteilende Faltlinie bezw. Faltlinien (7, 8) 
um jeweils 1 80° umgeklappt wird, sodass schliesslich 
das Ganze unter Belassung freier Anschiussleitun- 
gen das Modul (9) bildet 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

65 zeichnet, dass der Trager um zwei Faltlinien (7, 8) 
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umgeklappt wird, derart dass die beiden ausseren 
Bereiche des Tragers jeweils entgegengesetzt zu- 
elnander auf den mlttigen Bereich des Tragers zu 
liegen kommen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 5 
gekennzeichnet, dass nach dem Aufbringen der 
ubereinander angeordneten Scha&krei'se (1 r 2) auf 

den Trager (3) und nach Ober elektrische Korrtakt- 
stellen (11) In den Randzonen des Tragers durchge- 
fuhrtem Funktionstest die vorgenannten Randzo- 10 
nen vom iibrigen Trager abgetrennt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abtrennung der Randzonen ent- 
lang bogenformigen Schnittlinien <12) erfolgt, derart 
dass der zusammengefaltete Trager eine im wesent- 15 
lichen kreisfSrmige Scheibenform aufweist 

5. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass ais Material fQr den 
Trager (3) ein fiexibles Material, z.B. Polyimid, ver- 
wendet wird. 20 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (3) nach 
Aufbringen der elektronischen Baueiernente (1, 2, 5) 
wenigstens in einem Teiibereich, vorzugsweise dem 
mittleren Bereich, mit einem nichtleitenden Material 25 
beschichtetwird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die verwendeten tn- 
tegrierten Schaitkreise (1, 2) jeweils auf ihrer Ge- 
hauseoberseite im Randbereich flachige Anschluss- 30 
kontaktsteilen (6) aufweisen, welche unterelnander 

und mit den Leiterbahnen (4) elektrisch verbunden 
werden. 
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Fig - A 
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